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2025年
小米發布 「玄
戒O1」 ，震
撼業界。

2021年
小米重啟 「大芯片」
業務，重新開始研發
手機SoC，內部代號
為 「玄戒」。

2017年
小米首款手機芯
片澎湃S1問世，
礙於種種原因遭
遇挫折。

2014年
小米開始
芯片研發
之旅。
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資金
4年累計逾135億

人員
研發團隊逾2500人

「面對芯片這一仗，我們別無選
擇」 。22日晚間，在小米戰略新品發布會

上，雷軍正式發布玄戒O1芯片。據雷軍介紹，小米的芯片要對標蘋果，目
前玄戒O1已展現出第一梯隊的性能表現。 「造大芯片這麼難，小米為什麼
要幹呢？」 雷軍表示，其實原因很簡單，如果小米想成為一家偉大的硬核
科技公司，芯片是其必須攀登的高峰，也是繞不過去的一場硬仗。

小米研芯片，玄戒藏玄機。專家指出，沒有英偉達設計的GPU版圖，
台積電不可能造出全球頂尖的AI芯片，蘋果的芯片 「護城河」 也是靠設計
實現。小米玄戒O1發布的意義在於，中國芯片研發必須 「製造」 和 「設
計」 兩條腿走路，實現自立自強，必須齊頭並進，不能等製造突破再去
「補課」 設計。

【大公報訊】綜合中國基金報、鳳
凰網報道：小米玄戒O1系列芯片的推
出，實現三大突破。首先，小米成為繼蘋
果、高通、聯發科之後，全球第四家發布
自主研發設計3納米製程手機處理器芯片
的企業。第二，中國大陸地區首次成功實
現3納米芯片設計的突破，緊追高通、蘋
果，填補了大陸地區在先進製程芯片研發
設計領域的空白。第三，小米將和華為一
起，成為中國芯片的 「雙璧」 。從芯片設
計到製造，在邁進自主可控和追趕國際領
先的路上，攜手並進。

雷軍介紹，玄戒O1採用第二代3納
米先進工藝製程，集成190億個晶體
管。在實驗室跑分測試中，其成績突破
300萬分大關，展現出第一梯隊的性能
表現。雷軍還稱，為了對標蘋果超強的
圖形處理能力，小米玄戒O1採用16核
GPU設計，搭載最新Immortalis-G925，
帶來強勁圖形處理性能，GPU動態性能
調度技術使得功耗大幅降低，此外還能
根據運行場景動態切換GPU運行狀態。

雷軍：至少投資10年和500億
發布會上，雷軍再次談到小米的芯

片之路，他直言： 「小米15年的創業
裏，芯片幹了11年，這11年有很多艱
辛、很多汗水，也有很多無法用語言來表
達的痛苦。」 在過去十幾年的競爭中，大
芯片領域可能死掉了上百家公司，對小米
這樣的後來者來說，造芯難於登天。雷軍
說： 「作為後來者，一開始肯定不完美，
總會被嘲笑、被懷疑，這些都是意料之中
的事情。但我相信這個世界終究不會是強
者恆強，後來者終有機會。」 雷軍強調，

小米已做好長期戰鬥準備，至少投資10
年和投資500億元（人民幣，下同），穩
打穩紮，步步為營。

然而，不少人始終認為，台積電在
製造工藝上遙遙領先，芯片競賽的勝
負，關鍵在芯片製造。對此，北京大學
經濟學教授姚洋一語道破這種誤解，認
為國產3納米芯片的推出，將是中國芯
片行業發展的轉折點，實現 「芯片製
造」 和 「芯片設計」 兩條腿走路。

蘋果芯片「護城河」靠設計實現
分析指出，芯片設計與製造同等重

要，沒必要等製造突破再去 「補課」 設
計。翻開半導體產業發展史，芯片設計
的難度並不亞於製造，舉例，沒有英偉
達設計的GPU（圖形處理單元）版圖，
台積電不可能造出全球頂尖的AI芯片，
而沒有高通的設計，三星同樣無法造出
高端手機SoC（系統級芯片）。蘋果的
芯片 「護城河」 就是靠設計實現，華
為、小米等公司的布局，也給中國頂尖
芯片人才提供了蓄水池。

人民網在雷軍公布玄戒O1的消息
後發文力挺， 「最近一年，小米在新能
源汽車、國產芯片等領域接連帶來突破
創新。這證明了，只要堅定實幹，就沒
有不可逾越的高山，只要奮起直追，後
來者永遠有機會。」

雷軍承認，小米玄戒O1的部分性
能仍然不及蘋果。 「做芯片很難，哪怕
一小部分超過了蘋果的芯片，都值得鼓
勵。我們的芯片和世界巨頭相比仍然有
很大差距，但只要開始追趕，後來者總
有機會。」 雷軍說。

責任編輯：陸禮文 美術編輯：熊銘濤

李強：全球南方團結協作 踐行多邊主義
【大公報訊】據新華社報道：5月24

日上午，應印尼總統普拉博沃和東盟輪
值主席國馬來西亞總理安瓦爾邀請，國
務院總理李強乘包機離開北京，對印尼
進行正式訪問，赴馬來西亞出席東盟─
中國─海合會峰會。

當地時間5月24日下午，李強乘包機
抵達雅加達哈利姆國際機場。印尼投資

與下游化部長羅山和中國駐印尼大使王
魯彤等到機場迎接。

夯實中國印尼「五大支柱」合作
李強表示，中國和印尼是隔海相望

的友好鄰邦、命運與共的親密夥伴。建
交75年來，兩國關係長足發展，傳統友
誼歷久彌堅，務實合作成果豐碩，樹立

了發展中大國聯合自強、互利共贏的典
範。去年，習近平主席同普拉博沃總統
兩度會晤，就構建具有地區和全球影響
力的中印尼命運共同體達成重要共識，
引領兩國關係再上新台階，雙方深化各
領域合作迎來新的機遇。中方願同印尼
方一道努力，持續夯實 「五大支柱」 合
作格局（政治、經濟、人文、海上、安

全），不斷豐富中印尼命運共同體的時
代內涵，攜手走好現代化道路，為地區
和世界的和平穩定發展貢獻更大力量。

李強指出，今年是萬隆會議召開70
周年。70年來，團結、友誼、合作的萬
隆精神為亞非國家獨立自主發展提供指
引，為全球南方國家團結合作注入動
力，已經成為國際關係的重要準則。當

前世界百年變局加速演進，各國發展面
臨諸多共同挑戰。中國和印尼作為發展
中大國和全球南方重要力量，應當進一
步弘揚萬隆精神，加強團結協作，推動
各方踐行真正的多邊主義，攜手應對挑
戰，共促共享繁榮。訪問印尼期間，李
強將同印尼領導人會談、會見，出席工
商界活動。
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小米攻「芯」計 「玄戒」藏玄機
專家：兩條腿走路 實現了設計與製造齊頭並進
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抵達印尼訪問 將赴大馬出席東盟─中國─海合會峰會

美國處「芯」積慮 難遏中國「芯芯」向榮
如同年

初 DeepSeek
引發全球AI

大模型格局劇變一樣，近期中國高新科
技領域再迎來驚艷全球的重磅事件：小
米 「玄戒」 芯片首次實現3納米芯片設
計突破，華為發布搭載鴻蒙操作系統的
新型電腦，中國首次擁有自主可控的電
腦操作系統。更為重要的是，AI大模
型、芯片、操作系統的全面蝶變綻放，
將全面重塑經濟、社會、科技運行的底
層邏輯，極大增強產業鏈供應鏈韌性，
為中國搶佔新一輪科技革命和產業革命
制高點提供了堅實支撐。

技術的突破，更是戰略上的 「突
圍」 。芯片被譽為 「現代工業的糧
食」 ，是新質生產力的基礎，沒有尖端
芯片，無論是衛星飛船、航母潛艇，還
是大數據、雲計算、物聯網、區塊鏈，

都將無從談起。也正因此，美國這些
年，發動關稅戰貿易戰的同時，挖空心
思挑起科技戰，最突出的表現就是處
「芯」 積慮地對中國 「卡脖子」 ，企圖

通過 「斷糧」 ，餓死中國，斷絕中國發
展後勁，從根本上打垮中國。為此不惜
裹挾、逼迫其他國家和跨國企業參與，
將芯片武器化、工具化。美國此前限制
其芯片輸華，近期更是喪心病狂，發布
所謂指南企圖在全球封殺中國芯片。

然而，青山遮不住，畢竟東流
去。短短幾個月內， 「玄戒」 、 「鴻
蒙」 、DeepSeek，一次次 「打臉」 美
國，種種制裁手段、打壓伎倆，徹底破
產。中國的 「攻芯計」 其實也不複雜，
就是充分發揮制度優勢，在政策、人
才、資金等各方面，全面涵蓄動能，激
發活力，穩紮穩打，厚積薄發。新技術
新產品層出不窮，融合交叉，形成完整

生態圈，充分顯示了科技自立自強、創
新驅動戰略的成功，亦必將 「引爆」 超
大規模市場和完整產業體系的升級迭
代。

美國的倒行逆施，既失公義，又
失利益，越來越讓國際社會認清了大
勢。譬如，荷蘭是全球光刻機市場的
龍頭，其外交大臣近日訪華時就明確
表示，願同中方加強全面交往合作，
攜手應對各種挑戰。中國堅持高水平
開放，堅決反制關稅戰打壓，維護貿
易自由；堅決頂住科技戰遏制，維護
技術公平，破除單邊主義、壟斷行徑
背後的強權霸凌。以科技的多元化，
為全球提供普惠的公共產品，開闢了
科技進步的新路徑。清華芯片、華為
芯片、小米芯片……中國的 「芯芯」
向榮，不僅是技術的勝利，更是平等
公正、開放合作的勝利。

北京觀察
馬浩亮

◀小米戰略新品發布會日前舉行，雷軍正式發布
玄戒O1芯片，他強調，小米芯片對標蘋果，展
現出第一梯隊性能表現。 網絡圖片

打破技術封鎖 躋身一線
3納米製程長期被台積電、三星壟

斷，小米選擇 「設計優先」 策略。通過
自研架構與台積電共建聯合實驗室，小
米在EDA（電子設計自動化）工具、IP
核等關鍵環節實現國產替代。玄戒O1晶
體管數量（190億），雖未達美國300億
管制閾值，但設計能力已逼近國際頂尖
水平。

創新研發模式 成本大降
面對3納米芯片百億美元級研

發成本，小米探索出 「旗艦機型
分攤＋汽車場景複用」 模式。玄
戒O1的NPU（神經處理器）單元
同時服務於手機影像優化和汽車
自動駕駛，研發成本攤薄30%。
以生態反哺研發，為後來者提供
可複製的樣本。

延續國產攻勢 累積專利
從華為麒麟芯片的回歸，到

比亞迪IGBT（絕緣柵雙極晶體
管）芯片國產化，再到長江存儲
3D閃存量產，中國科企正形成
「集團軍」 攻勢。2024年，中國
集成電路出口額首次突破萬億元
大 關 ， 專 利 申 請 量 佔 全 球
47.5%。

從 「瓦解封鎖」到 「定義標準」

全產業鏈崛起 上百中企加入研製
內地科技媒體分

析，對小米而言，玄戒
O1的意義遠超技術突破

本身。它不僅是小米高端化戰略的
「技術身份證」 ，更是生態閉環
的基石。搭載玄戒O1的小米
15S Pro和平板7 Ultra，實現了
從手機到汽車、IoT設備的全場
景協同。雷軍透露，未來五年將
斥巨資研發，重點布局光刻機、
EDA（電子設計自動化）工具等
底層技術， 「我們要讓中國科技
企業不再被 『卡脖子』 」 。

玄戒O1的誕生，被視為中國半
導體產業從 「跟隨」 到 「領跑」 的
縮影。其技術參數已逼近蘋果A18
Pro：晶體管密度達190億個，CPU

性能提升40%，AI算力較7納米芯片
翻倍。更關鍵的是，小米通過架構
創新彌補了製造環節的短板─在台
積電代工的限制下，通過軟硬件深

度協同優化，實現了性能與功
耗的平衡。這一突破背後，是
中國大陸全產業鏈的集體崛
起。從材料端的滬硅產業12吋
硅片，到封裝測試的德邦科技
3D封裝技術，再到射頻模組的
卓勝微5G-A方案，玄戒O1的
量產帶動了上百家中企參與研
發製造。 綜合報道

意義
非凡

【大公報訊】綜合央視網、第一財
經報道：作為全球首個以人形機器人為
參賽主體的格鬥競技賽事，《CMG世界
機器人大賽．系列賽》機甲格鬥擂台賽
25日在杭州舉行。宇樹科技將以合作方
身份參加比賽。據了解，本次比賽主要
由表演賽和競技賽兩部分組成。表演賽
中，人形機器人將展示格鬥，包括單機
格鬥展示和群體格鬥展示等多個環節。
競技賽則共設置四支參賽隊伍，由來自
不同領域的操控者實時操作機器人，通
過多輪格鬥比拼，決出最終優勝者。

比賽前夕，在杭州市濱江區的宇樹
科技賽前訓練場，操作員和機器人不斷
磨合，技術人員通過訓練和測試，發現
機器人存在的問題，調整參數，優化升
級，冀在正式比賽時有更好的表現。機
器人學會多種格鬥招式，比如直拳、勾
拳、踢腿等。前期研發過程中，技術人
員找到專業的格鬥選手，在他們做格鬥
動作時，獲取他們身上關鍵部位的動作
軌跡，將採集的數據輸入機器人系統，
再做大量的測試和調整，才能呈現出現
在的效果。

機器人實現複雜動作，主要操控方

式是使用遙控器，它由2個搖桿、8個按
鍵、4個肩鍵構成，通過按鍵組合來實
現各種動作。機器人參與格鬥大賽，有
一個性能非常關鍵，那就是平衡性。比
賽充滿對抗的，機器人做腿部動作會讓
自身處於不平衡的狀態，還會時不時受
到對手的攻擊，受外力的影響，保持穩
定和平衡很重要。

在備賽過程中，技術人員不斷就此
優化升級，在極端條件下優化的算法，具
有實際意義，如機器人在搬運重物的時
候，若其平衡性更強，工作時就會更加穩
定、高效。主辦方希望通過比賽，不斷提
升機器人性能，優化大模型算法，最終為
人們的生產生活提供便利和幫助。

宇樹人形機器人 今亮相杭州格鬥大賽

▲表演賽中，人形機器人將展示格鬥，
包括單機格鬥展示和群體格鬥展示等多
個環節。


